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※概要（Summary ）： 

LEDチップを LEDパッケージへと実装し、点灯

LEDサンプルの作成を行った。 

 

 

 

※実験（Experimental）： 

実装には下記装置を使用し評価を行った。 

・エポキシダイボンダー：WEST・BOND 7200CR 

・ワイヤーボンダー：WEST・BOND 747677E 

 

 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

・ダイボンは問題なし。 

・ワイボンは Au線 25umΦを使用して 

1stのボール径およびUS Powerの条件出しを 

行い良好な 1stボールが得られた。 
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